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Mit Low-pressure-Jetting kann Epsys die Umriist-
zeiten von Beschichtungsanlagen verkiirzen, ohne
Kompromisse bei der Qualitdt eingehen zu miissen.
Im Angebot des Maschinenentwicklers sind auch
jede Menge aus der Praxis geborene Zubehorteile

Neuer Losungsansatz: Erste Fachkonferenz Version 10.0 des EDA-Tools Pulsonix bietet Héusermann ist jetzt KSG Austria. Anlass fiir
,Technische Sauberkeit* des ZVEI neue Bearbeitungsmoglichkeiten in 3D PLUS, Margret Gleiniger zu interviewen
Traceability statt Trial & Error 1729 Neue 3D PCB-Design-Féhigkeiten 1768

Aufs Siegertreppchen beim TT-Zero-Cup 1770

AKTUELLES
LEITERPLATTENTECHNIK

Nachrichten/Verschiedenes 1733
Electronica 2018: Schwerpunkt Medical Electronics 1743 Aufden Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1754 Sind wir in Europa auf ,Zu-spét-kommen' abonniert? 1778
Neue Normen 1757  Dyconex auf Automatisierungskurs 1784

Positiv gestimmt Richtung 2019 1791
BAUELEMENTE

»Wiederbelebung der Marke heiBt, auf Anforderungen

Technische Sauberkeit — Funktionssicherheit ist das Ziel 1760 der Zukunft mit den richtigen Konzepten reagieren” 1795
Fertigungsgerechtes PCB-Design in Echtzeit 1764  Flexibel Lackieren mit Low-Pressure Jetting 1803

1730 PLUS 11/2018



Qualitét beweisen: Die Simulation grofier Hohen in der Altitude-Kammer
gehort zu den vielen Moglichkeiten von TechnoLab
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[0T und 14.0 in der Vernetzung von Elektronik-Fertigungslinien: ASYS
zeigt den Weg in Richtung Smart Factory
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GrofBbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedurfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Wie setzt man eine hochmoderne Supply-chain auf? Antworten auf diese
Frage gibt Andreas Frank (TQU Group)

FORUM
Systemintegration elektronischer Systeme —
Technologien fiir die Zukunft
Gestaltung eines hochmodernen Supply Chain Systems
Trumps China-Politik zeigt negative Wirkung auf Taiwan
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Das neueste OrCAD / Allegro Release (QIR7)
liefert zahlreiche neue Features.

Ausfiihrliche Informationen zur neuen Art PCBs

am Messestand von FlowCad: Halle A3, Nr. 616.

info@FlowCAD.de
Tel. +49 89 4563-7770

zu designen, erhalten Sie in Miinchen auf der electronica,
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